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美国挑起“芯片战争”野心有多大？
文 /艾舟

为巩固技术霸权封锁打压中国高科技产业

    芯片与我们的日常生活息息相

关,从微波炉、吸尘器、烤面包机到

手机、电脑、汽车，都离不开芯片。如
果芯片供应被破坏，受影响的绝不

止是无人科技、人工智能等“高大
上”的未来产业，就连基本的经济运

转和民生就业都难免遭殃。
目前，由美国发起的“芯片战

争”，已累及全球经济本就脆弱的复

苏和发展。而美国在战略上的短视
和情绪上的躁动，很可能最终让它

再次搬石砸脚。

货源短缺 殃及全球产业
9月 12日凌晨，一架搭载 30余

吨进口光刻胶、防反射薄膜生成液等

芯片制造相关材料的航班降落在上
海浦东国际机场，上海及周边 20余

家高新技术企业都松了口气。
若非上海海关制定“个性化”通

关预案高效保障，蔓延全球的原材

料供应危机有可能迫使这些企业停
工停产。值得注意的是，随着全球经

济复苏，各行业对芯片需求的大幅
增加，芯片在全球范围内供不应求，

尤以汽车行业为甚。
今年以来，从美国的福特和通

用，到日本的本田和斯巴鲁，再到中
国的电动汽车制造商蔚来，都出现

因汽车芯片短缺而被迫大幅削减产
量甚至停产的情况。据估计，芯片短

缺可能会使全球汽车行业今年损失
2100亿美元。

货源的极度短缺令市场失序现
象频现。针对芯片的走私和抢劫等

犯罪活动频繁发生，汽车芯片的加
价率甚至出现高达 4543%的惊人

数字。芯片业巨头英特尔公司首席
执行官帕特 ·基辛格 9月对欧洲汽

车厂商直言，到 2030年，芯片将占
高档汽车材料成本的 20%，而这一

数字在去年仅为 4%。

如果说汽车行业的“芯片荒”还
是市场因素占主导，那么智能手机

芯片的缺货，则与美国试图重构全

球芯片供应链的图谋密切相关。
手机芯片是目前技术难度最

大、复杂度最高的商用芯片。换句话
说，手机芯片的设计、制造和封测，代

表目前芯片业的最高技术水平。手机

芯片的生产和供应，不仅直接关系到
高端智能手机市场的占有率，也关

系到各家高科技公司的长远发展。

2020年第二季度，中国华为公
司的手机出货量跃居全球第一。但

到了今年，华为手机出货量滑落至

全球第七。究其原因，华为高层直
言，被制裁之后，华为一直靠芯片库

存维持生存。
去年 9月 15日，美国对华为的

制裁正式生效。从那时起，华为无法
再通过代工或采购的方式获得高端

芯片。一方面，全球目前有能力生产
7纳米级芯片的代工厂商仅有台积

电和三星公司两家，而美国明令禁
止使用美国技术和设备的企业对华

为供货。另一方面，中国大陆中芯国

际等芯片代工厂商目前最先进的技
术水平也仅能生产 14纳米级芯片，

与世界尖端水平尚存在代差。
芯片上被美国“卡脖子”，最直

接的后果是华为好不容易拼下来的

市场份额被其他厂商轻易夺去。通

过不光彩的手段，美国打压了一家
在 5G通信和人工智能等尖端技术

领域领先全球的中国企业，在短期
内巩固了美国的技术霸权，一如美国

此前对法国、日本等国企业的操作。

面对封锁 华为谋求突围
曾在美国前总统小布什政府担

任特别顾问的皮帕 ·马尔姆格伦认

为，美国试图借助在芯片领域的优
势重现当年“星球大战计划”的战

果。上世纪 80年代，时任美国总统

里根发起“星球大战计划”，不仅让
苏联把有限的财政资源浪费在太空

军备竞赛，还促进了本国在航空航
天、高能激光、半导体和计算机领域

的技术跃进。
拜登政府上台以来，在高技术

领域延续前任特朗普政府的方针，
在对中国高科技产业进行技术封锁

和打压的同时，谋求重构产业链，对
华“脱钩”。

鉴于芯片已成为当下几乎所有
重要科技产品的核心，芯片制造的

相关技术被美国视为同中国进行高

技术竞争的关键武器。尽可能在高

端芯片的制造环节占据垄断地位，
成为美国重构全球芯片产业链、在

大国竞争中取得优势的关键环节。
芯片产业大体上可分为设计、

制造、封装测试三大环节。目前，中
国芯片设计环节已赶上国际先进水

平，但在制造环节仍需解决被“卡脖

子”的问题。
去年第一季度，华为旗下海思

半导体公司的智能手机芯片出货量
首次在中国大陆市场超过美国高

通，位居第一。去年 10月，海思半导
体正式发布了麒麟 9000 芯片，这

是中国唯一达到 5 纳米级工艺制
程的芯片，在多个性能指标上位居

全球第一。
然而，就在海思即将迎来大发

展的时候，美国的制裁打乱了这一
进程。麒麟 9000芯片虽然十分先

进，但中国大陆的厂商尚不具备制
造如此先进的芯片的能力。华为要

想运用配备麒麟 9000芯片的手机
同苹果公司竞争，唯有请台积电代

工制造。
目前，台积电是全球排名第一

的高端芯片制造商。有消息称，麒麟
9000芯片的订单本来高达 1500万

颗，但在美国正式启动制裁后，台积
电被迫停止供货，截至最后的出货

日完成了约 880万颗。业内人士预
计，这个交付量可以满足华为公司

小半年的需求量，但之后难以预料。

华为董事兼高级副总裁陈黎芳
表示，海思未来的业务环境会发生

变化，不依赖美国技术的供应链将
会形成，新的代工厂商也会出现。

但是，芯片代工厂的建立殊为
不易。芯片产业最突出的特征，一是

资金密集，二是技术密集。业内人士

称，用最先进的设备建立新的代工
厂，成本动辄以百亿美元计。而且即

便资金到位，先进技术设备的引进
仍受到严格限制。

尖端光刻机是制造先进芯片不
可或缺的设备。荷兰阿斯麦公司是

全球首屈一指的芯片光刻机制造
商，市值高达约 2200亿美元。中国

大陆企业拥有约 700 台该公司设
备，但却与最先进的“极紫外光

（EUV）微影系统”光刻机无缘。
美国官员透露，拜登政府及其

前任特朗普政府，都要求荷兰政府
拒绝向中国大陆企业销售 EUV 光

刻机。美国国安顾问库伯曼 2019年
专门邀请荷兰外交人员到白宫，警

告他们“是盟友就不会把这类设备

卖给中国”。
因此，尽管大陆技术水平最高

的芯片代工厂中芯国际早在 2018

年年初就向阿斯麦订购了一台 EUV

光刻机，并预计 2019年底交付，但
因荷兰政府一直没有发放新的出口

许可证，交易迟迟无法完成。

吸引回流 重振美国制造
美国的野心并不满足于对中国

芯片产业的打压。作为芯片的诞生

地，美国在全球半导体产业始终占
据市场半壁江山，但在资本密集度

相对更高的原材料研发及晶圆的制
造、组装和封测方面，亚洲则占据主

导地位。

目前，亚洲拥有全球 75%的芯
片产能，包括所有小于 10纳米级工

艺制程的前沿产能。对此，美国政府
正试图在吸引投资、振兴就业的同

时，重构全球芯片产业链格局，强化
美国在芯片产业的主导优势。

一方面，美国鼓励国内企业并
购重组，做大做强传统巨头。今年 6

月，美国参议院高票通过《无尽前沿
法案》。该法案计划在五年内投资

1000 亿美元用于基础科学和先进
技术的研究，其中包括提供 520亿

美元振兴美国国内芯片制造。
英特尔此前宣布在亚利桑那州

投资约 200 亿美元新建两座代工
厂，并计划以 300亿美元收购市场

份额与中芯国际相似的代工商格罗
方德半导体。业界分析，这标志着英

特尔将迈入制造环节，直接与台积
电和三星等亚洲企业展开竞争。

另一方面，美国在要求台积电
和三星等企业在美国投资设厂后，

开始得寸进尺要求企业交出机密数
据。尽管台积电与三星已经努力迎

合美国要求，但拜登政府的最新举

动充分证明了什么是欲壑难填。
今年 9月 23日，白宫与台积

电、三星、英特尔等行业巨头举行了
在线会议。会议在美国国家经济委

员会主任布赖恩 ·迪斯的主持下，变
成了一场“鸿门宴”。美国商务部要

求与会者在 45天内提交机密数据，
包括三年销售情况、原材料和设备

采购情况以及客户信息。
尽管美国商务部辩称，此举是

为了应对全球持续的汽车芯片短
缺，但业内人士表示，汽车芯片技术

水准和利润率较低，并非行业巨头
的核心业务。很难相信美国商务部

不是在暗中帮助英特尔等本国企业
争夺市场。毕竟，美国政府在这方面

有太多“前科”。
美国政府的霸道做派虽然短期

内可能让美企受益，但业内人士指
出，从长期来看反而会削弱美国的

竞争力。对华制裁意味着美企将失
去从中国市场获得的很大一部分收

入，从而减少研发资金，必将导致美
国优势地位被缓慢削弱。

实际上，这也是美国半导体产

业在向美国商务部提交的报告中提
到的内容。美国政府的“脱钩”看似

精明，其实是一把双刃剑，最终会伤
及美国企业。而据咨询公司易观梅

森今年 5月的报告，即便美国政府
坚持“脱钩”，中国也将在三到四年

内实现芯片的自给自足。

▲ EUV光刻机

▲ 全球汽车产业因芯片短缺纷纷减产
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